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Révision de lIa présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bicn I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CE1 et en consultant
les documents ci-dessous:

Bulletin de la CE1
Annuaire de la CEI

Catalogue des publications de l1a CE1

Revision of this publication

The technical content of 1 EC publications is kept under con-
stant review by the [EC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from I EC National
Committees and from the following I EC sources:

L EC Bulletin
T1EC Yearbook

Catalogue of 1 EC Publications

Publjé annuellement

Terminglogie

En ce gl concerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a la Hublication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
Internatignal (VEI), qui est établic sous forme de chapitres séparés
traitant cacun d’un sujet défini, I’Index général étant publié sépa-
rément. Ipes détails complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demande

Les terfes et définitions figurant dans la présente publication
ont été soft repris du VEI, soit spécifiquement appro g
de cette gublication.

Symbol¢s graphiques et littéraux

Pour I¢s symboles graphiques,
d’usage g¢néral approuvés par fa
— la Pulplication 27 de

électrtechnique;
— la Pubplication 617

schémas.

Les symboles et signescontenis dansia
é1é soit r¢pris des Publicati
quement [approu%g¢s aux

Publications de
Comité [d’Etude

L’attenftion du lecteur est attirée sur le deuxiéme feuillet de la

Published yearly

Terminology

td to 1EC Publi-
hlary (IEV), which
th dealing with a
being published as a separate
will be supplied on request.

resent publication
taken from the IEV or havq been specifically
approyed for the purpose of this publication.

hical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols apd signs approved
by the I EC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to bel used in electrical
technology;
— ITEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the pfesent publication
have either been taken from I EC Publications|27 or 617, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the sam
Technical Committee

A

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists

couvertute,quirenumere tfes pubticationsde ta CEdpreparces par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

HE-Cpublicationsissucd-by-the-Fechnicat-Committee which has
prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Troisieme complément a la Publication 191-3 (1974)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Troisiéme partie: Régles générales pour la préparation des dessins d’encombrement
des circuits intégrés

PREAMBULE

1) Lgs décisions ou accords officiels de la CET en ce qui concerne les questions technigues) pxéparé tés d’Etudes
ow sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questions, expriment d gsure possible
uf accord international sur les sujets examinés

2) Cks décisions constituent des recommandations internationales et sont agréégs col S\pat) e ni iofaux.

3) Dians le but d’ encourager Punification mtcrnatlonale la CEI exprime le~wgeu que % es fHoptent dans

a 3 permettent,
Tpute divergence entre la recommandation de la CEI et Ia régle n3 1onale COTXESpPON \ possible, &tre
ndiquée en termes clairs dans cette derniére.

-

R47 de la CEI: Dispositifs a semicohducteurs.

jun
o
ke
=
L9’}
7]
[¢]
=
=
o
=
o
=
=
(¢}
&
[}
—
e
[
o
o
=X
=
a
k]
o
=
o
5
=
(¢}
[=5
=
]

o9

191-3 de la CEL.

=

Rapport de vote

& XQC)XQ% 47(BC)949
consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

974)\ Dessins techniques - Tolérances de forme et tolérances de position - Partie II:| Principe du
maximum de matiére.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Third supplement to Publication 191-3 (1974)

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 3: General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits
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(1974): Technical Drawings - Tolerances of Form and of Position - Part II: Maximum Material
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Troisieme complément a la Publication 191-3 (1974)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Troisiéme partie: Régles générales pour la préparation des dessins d’encombrement
des circuits intégrés

Pairﬂﬂmmml
Remplacer I’annexe D existante par la nouvelle annexe suivante:

@%

R
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Third supplement to Publication 191-3 (1974)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 3: General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

Page 11 pf HE€Pubticatiomr 19134
Replacethe existing Appéndix D by the following new appendix:

@%



https://iecnorm.com/api/?name=3db937c7b8286ff678907efa5ab7fab6

— 6 — 191-3C © CEI 1987

ANNEXE D

DIMENSIONS RECOMMANDEES POUR LES BOITIERS DE CIRCUITS INTEGRES

DE LA FAMILLE DE FORME G

Limites & respecter . R .
R&E. Valeurs recommandées pour les dimensions Notes
min. nom. max. (mm)

A - - X A max. = soit 5,1 ou 5,84 1,2
A X - - Aj min, = soit 0,38 ou 0,51 /\ 1,2

b X - X <‘ 1,3

AR GN
min, = 0,35 0,35
b X - X max. = (0,51) (0,59) 43
St
min. = " (0,10} °" (0,20
c X - X max. = 0,16 0,36 >
N
- X ~ | e nom. = soit 7,62 ft 10, 160u 1) ow 4,6
ou 17 u 22,86
' i \54 3 5

L X - X 3’00&(& ou s 0) 1,7
M - - X A(E/nﬁx = s0it 8, ou}\\ou 13,6 ou 16,1 ou 18,7 ou 23,8 8

z - soi ou g \e/

7 - \b'\\m\m()" op max. 15°

Notes 1. - La posif10
0,60 £
des valenys, J&s's

lés besoins de I’insertion automatique:

a) 2,54 mm a 3,00 mm;

0,05 mm selon la combinaison spécifiée de b; et ¢, dans I’o
'sposes axialement suivant la grille de module @/ .

n diamétre de
dre progressif

r contour dans la limite de Mg et au-dessus du plan de siége ne sonft pas imposés,

passer entre les

s bn pointe pour

b) 2,9 mma 3,4 mm;
c) 3,2 mma39 mm.

La plage 2,9 mm a 3,4 mm est préférentielle.

8. - Distance hors tout du plus grand écartement des sorties lorsqu’elles sont insérées en butée comme spécifié dans la note 1.

*Signifie position géométrique exacte.
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APPENDIX D

RECOMMENDED DIMENSIONS OF INTEGRATED CIRCUIT PACKAGES
OF FORM G FAMILY

—
Limits to be observed Recommended values for the dimensions
Ref. : Notes
min. nom. max. (mm)
A - - X A max. = either 5.1 or 5.84 1,2
A X - - Ay min. = either 0.38 or 0.51 1,2
b X - X 1,3
min. = 0.35 0.35
by X - X max. = onc of (0.51) o (0.59 43
an
min. = 0.10) *' [0.20
c X - X max. = 0.16 0.36 . 5
[E] - X* - enom. = 2.54 \\\\> 4
- X* - e; nom. = any one of 7.6%6?70r\12@%> 4,6
or 17.78 or 22.86
N N
min. 2.5 249 2 4.5y (3.5
L X - X max. 0 11@3'0Q0r ({w(}.\g/for (5'0) or (5.0) 1,7
Mg - - X Mg maf(iany (kO\}B{ONOI‘ 13.6 or 16.1 or 18.7 or 23.8 8
z - - /9\ %_%\iang\or}u{ 0 or QM
0 - X \§ 9= eitl&%x\o"or max. 15°
N (@aN

Notes 1.} The positio r}h@én the device terminals are fully inserted into holes of [diameter
0.60 = 0.0 .80 + 0.05<mm oxd .00 »0.05uxm depending on the specified combination of b; and ¢, in prpgressive

order of values;the

3.} The terminakbending a inal contour inside Mg and above the seating plane are optional, but pdequate
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|- Only the*foltewing three ranges of values are permitted for dimension L when pointed leads for automated ins¢rtion are
specified:
a)\2.54 mm to 3.00 mm;
o) 2.9 mmito 3.4 mm;
¢) 3.2 mmto3.9 mm.

The range 2.9 mm to 3.4 mm is preferred.

8. - Overall distance between outer faces of terminals when they are fully inserted as specified in Note 1.

* Means true geometrical position.
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